NC256

Sn62& Sn63

Soldadura en Pasta para Inmersion, No Clean

T

Caracteristicas:

- Disefiado para aplicacion por inmersion o transferencias con rodillo - Adecuado para ensambles PoP / Fijacion de Esferas
- Viscosidad estable para volumen de transferencia constant - Reduce la miccién Durante Micro-BGAs
Descripcién:

NC256 es una malla de tipo 5 (25um) soldadura en pasta no-clean esta disefiada para la transferencia de pin, transferencia
con rodillo, dispensacion y aplicaciones por inmersion. NC256 no hace cuerda o cola y separa limpiamente para la
transferencia uniforme de sitio a sitio. NC256 ha demostrado ofrecer una excelente actividad y caracteristicas de
humectacion, resistencia superior de desplome y ha demostrado que reduce la miccion en BGAs. NC256 extiende su vida
atil en instalaciones en las que el control ambiental no es 6ptimo.

Aplicacion Tipica:

La presentacion estandar del Flux NC256 para inmersion es en jeringas de 10cc EFD. Se puede utilizar con cualquiera de
los equipos de inmersidn de estilo lineal o rotativo controlado, con transferencia de pasador o dispensado.

Cuando se sumergen las esferas del BGA; se forma un espesor uniforme de pasta igual a la mitad del espesor del didmetro
de las esferas. Es recomendable sumergir el BGA y mantenerlo sumergido por lo menos 1 segundo para asegurar su
completa adhesion a las esferas del BGA.

Perfil de Reflujo:

Perfiles de densidad térmica de baja y alta densidad térmica se muestran a continuacién; ambos pueden ser utilizados en la
rampa de punta-o rampa-empape de punta-aplicaciones, y cada uno tiene temperaturas pico de reflujo similares. Los dos
perfiles difieren en el momento en que alcanzan su temperatura pico respectiva, asi como el momento de tiempo por sobre la
licuefaccidn, (TAL). La de perfil menor se aplicaria a ensamblajes méas pequefios, mientras que la de perfil mayor aplicaria a
ensamblajes mas grandes como los de las placas posteriores o tableros de alta densidad. La eficiencia del horno,
tamafio/masa del tablero, tipo de componente y densidad influyen todos en el perfil final para un ensamblaje dado. Estos
perfiles son puntos de partida, y se recomiendan los tableros de proceso con coples térmicos anexos para optimizar el

proceso.

SAC305 Reflow Profile Window For Low Density Boards

SAC305 Reflow Profile Window For High Density Boards
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RAMPA DE RAMPA | PROGRESO A | ATEMP PICO TIEMPO ENFRIARSE LONGITUD DEL
PRECALENTAMIENTO | A150°C | TRAVES DE 220°C-210°C SOBRE <4°C/SEC PERFIL, DE
1.5-2°C / SEC MAX (302°F) | 150°C-170°C | (428°F-410°F) 183°C TEMPERATURA
(302°F-338°F) (381°F) AMBIENTE A
TEMPERATURA PICO
Perfiles Cortos <60 Sec 15-45 Sec 45-75 Sec 45-60 Sec 45+ 15 Sec 2.75-3.75 Min
Perfiles Largos <90 Sec 60-90 Sec 45-60 Sec 45-75 Sec 45+ 15 Sec 4.0-5.0 Min

EL PERFIL DE REFLUJO RECOMENDADO PARA LA NC256 SE OFRECE COMO GUIA. EL PERFIL OPTIMO PUEDE DIFERIR EN BASE AL TIPO DE HORNO,

U OTRAS VARIABLES DEL PROCESO. PARA AYUDA ADICIONAL CONTACTE AL SOPORTE TECNICO DE AIM.

FORMATO DE ENSAMBLAIJE,




Limpieza:
- La NC256 puede limpiarse, en caso necesario, con agua con saponificador o con un limpiador solvent adecuado.
- Parauna lista de materiales de limpieza compatibles, refiérase a la AIM cleaner matrix.(Tabla de Limpiadores).

Manejo y Almacenaje:

- La NC256 tiene una vida atil de un afio cuando se conserva en refrigeracion a 4°C - 12°C (40°F - 55°F).

- Permita que la soldadura se caliente a temperatura ambiente completa y naturalmente 8 horas previas a la ruptura
del sello para su uso.

- Paraasegurar la distribucion pareja de cualquier material separado, mezcle el producto ligeramente y a fondo (1-2
mins. max).

- No almacene pasta nueva y usada en el mismo contenedor, y vuelva a sellar cualquier contenedor mientras no esté
en uso.

- Paraasegurar el mejor sellado posible, vuelva a colocar el tapon interno y la tapa de los envases de 500 gramos.

Propiedades Fisicas:

Informacién Especificacion
Apariencia Gris, Suave, Cremosa
Aleacion Sn/Pb
Punto de Fusion 183°C
Tamafio de la Particula T5
Carga de Metal en General 80%
Viscosidad Dispensar
Envases Disponible en todos los envases de la industria
Clasificacion:
NOMBRE DEL PRODUCTO CLASIFICACION IPC a J-STD-004
NC256 ROLO

Resistencia Aislante de la Superficie:

REFERNCIA PROPIEDAD CRITERIO DE PASE O FALLA RESULTADADO
IPC-TM-650 método 2.6.3.3. §5.5.1 Cupones de Control >1E9 Q at 96 and 168 h Pasa
J-STD-004 §3.2.4.5.1 Cupones de Muestra >1E8 Q at 96 and 168 h Pasa
IPC-TM-650 método 2.6.3.3. 85.5.2 Inspeccion Visual Post-test | Sin corrosion Pasa

El resultado del test de calificacion indica que el flux en pasta de AIM NC 256 cumple con los requerimientos de IPC TM-
650, Método 2.6.3.3 para la Resistencia Aislante de la Superficie.

USA +1-401-463-5605 - Canada +1-514-494-2000 - Europa +44-1737-222-258 - México +52-656-630-0032
Asia-Pacifico +86-755-2993-6487 - India +91-80-41554753 -info@aimsolder.com - www.aimsolder.com
AIM cuenta con la Certificacion 1ISO9001:2008 y 1ISO14001: 2004

el hecho de asumir que el manejo y las condiciones de operacidn son los adecuados. Toda informacion sobre la soldadura en pasta es producida con
polvo de 45 micrones. No se acepta responsabilidad por pérdidas o lesiones que provengan del uso de esta informacion o de alguno de los materiales
designados. Refiérase a http://www.aimsolder.com/terms.cfm para revisar términos y condiciones de AIM.
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